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【57】發明摘要：

本發明係為一種含有多孔性材料之微通道散熱座之通道最佳尺寸設計方法，包含有下列

步驟:A. 將微通道數目定義為，該微通道散熱座之寬度定義為，該微通道之入口高度定義
為，該微通道之入口寬度定義為，每二相鄰微通道之間的肋片總寬度定義為，每一含肋微通

道之寬度定義為，該，其中，將該微通道之入口之高度與寬度比例定義為，，另將該微通道

入口之寬度與含肋微通道寬度比例定義為，；B. 將該二多孔性層之總厚度定義為，該流道
寬度為，該多孔性層佔該微通道之比例定義為，；C. 將熱阻定義為，並以上述之、及作為
該之設計變數，並一目標函數，帶入複數個、及設計變數至該目標函數，以獲得複數個熱阻

之值，其中最低熱阻之值定義為，再以對應該之設計變數、及作為設計微通道散熱座之通道

最佳尺寸之參數。
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